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Abstract (Basic): DD 225550 A 

In a hot melt bonding process for piezoelectric chips they are 
fixed to a carrier hot. A multiple carrier strip is sprayed with the 
adhesive in the form of a defined geometrical pattern on each 
individual carrier, the connections are fixed into this pattern and the 
adhesive film is applied to the chips carrier; the film is locally 
heated to above the fusion temp, of the adhesive, and the chip is 
pressed on to the adhesive film by a vacuum sonotrode at a definite 
applied pressure. The hot melt is based on ethylene-vinyl acetate 
copolymer. 

A carrier strip with (e.g.) two carriers and chip holders and 
contact connections is placed in a tool and an ethylene-vinyl 
acetate-copolymer at 160-200 deg.C in injected into the tool to form 
the frame pattern (5). The adhesive film (6) is placed inside this 
frame (5) on the chip holder and is fused by local heating. The chip is 
pressed on to the adhesive film with a vacuum sonotrode and the 
carriers are stamped out along the line (7). The bond is therefore 
reproducible and the chip and holder can be recovered again without 
becoming damaged. The strips can be stored indefinitely and used at any 
time. 

ADVANTAGE - The method has a high productivity. It produces good 
bonds in a practical way. 
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(57) Die Erfindung betrifft Elektrotechnik/Elektronik und bezieht sich auf die Herstellung elektronischer Bauelemente, 
die den piezoelektrischen Effekt ausnutzen. Die erfinderische Losung soli die Arbeitsproduktivitat erhohen, die 
Qualitat der Klebeverbindung sowie die Arbeitsbedingungen verbessern. Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, 
eine gut haftende und wieder losbare Verbindung von piezoelektrischem Chip und Tragerkorper zu schaffen. Wegen 
der sehr geringen Topfzeit und zu langen Aushartezeit ist kein flussiger oder pastenformiger Kleber zu verwenden. 
Das wesentliche der Erfindung besteht darin, einen mehrfachen Tragerstreifen so mit Schmelzklebestoff zu 
umspritzen, daB ein geometrisch definierter Schutzrahmen auf jedem einzelnen Tragerkorper entsteht, der Klebefilm 
auf dem Chiptrager gleichzeitig aufgebracht und in einem zweiten Schritt durch fokussierte Lichtstrahlung eine lokal 
exakt definierte Stelle so verflussigt wird, daS mittels Vacuumsonotrode das Chip auf den Klebefilm des 
Tragerkorpers gedruckt werden kann. Die Erfindung kann bei der Herstellung von elektronischen Baueiementen 
genutzt werden. 
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Titel der Erfindung 

Schmelzklebeverf ahron fur piezoelektrische Chips 
Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die erfinderische Ldsung bezieht sich auf ein Zweischritt 
Schmelzklebeverf ah ren fur die Herstellung von elektroni- 
schen Bauelementen , die den piezoelektrischen Effekt aus- 
nutzen. 

Charakteristik der bekannten technischen Losungen 

Es 1st bekannt, daB Chips durch Kleben mit flussigem oder 

pastenformigen Klebern auf Tragerkdrpern befestigt werden 

Der Klebstoff wird mit einer Dosiereinrichtung auf die 

Tragerkorper aufgebracht und die Chips nachfolgend festge 

drQckt. Das Ausharten des Klebestoffes erfolgt bei Raum- 

temperatur, oder, wie in der DD PS 116 988 naher beschrie 

ben, bei erhohter Temperatur ira Of en. In der Regel werden 

Zweikomponentenkleber verwendet. Diese besltzen eine ge- 

ringe Topf zeit , raussen ausgewogen und gemischt werden. 

AuBerdem hat dieser Kleber eine lange Aushartezeit und es 

entstehen ira KlebeprozeB geruchsbelastigende bzw. gesund- 

heitsgefahrdende Verbindungen. Eine derartige Klebung 

stellt auch eine unlosbare Chip-Tragerkorper-Verbindung 
dar. 

Im DO-WP 133 283 wird ein Verfahren beschrieben, welches 
einen thermoplastischen Schmelz-Klebestof f in Stabchen- 
oder Ringfortn verwendet. Darin wird der Schraelzklebestof f 



kurzzeitig erwarmt und eine bestimmte Menge abgeschmolzen. 
Mit einem erwarmten Bondvverkzeug vvird das zu befestigende 
Chip auf die vorbeschichtete Stelle positioniert . 
Nachteilig ist der Auf wand fur das Bondvverkzeug , der Energie- 
aufwand fur seine Erwarmung sowie die lange Aushartezeit des 
Klebers, Darait verbunden ist naturlich auch eine erhohte 
Lagerkapazitat . 

Ein vveiteres technisches Verfahren besteht darin, mittels 
Siebdruck den Klebestoff auf die vorgesehene Bef estigungs- 
stelle auf zubringen (DD-WP 134471) . 

Nachteilig dabei ist, daB der Kleber nur im flussigen oder 
pastenf ormigen Zustand aufgebracht werden kann. Ein Ver- 
rutschen der zu klebenden Telle vor dera Ausharten des Kle- 
bers ist moglich. Dieses Verfahren ist wegen seines hohen 
Materialauf wandes sehr teuer und auch fur kleinere Auftrags- 
mengen unrationell. 

Auch die Benutzung von Polyesterschmelzklebef olie , die er- 
warmt und auf den Tragerkorper gedruckt wird ( DD-WP 158073), 
ist eine technisch mogliche Variante. Sie ist mit einer 
Reihe von Nachteilen verbunden. So muB die Polyester- 
Schmelzstof f-Klebefolie extra angefertigt werden. Die Hal- 
terung und der Transport des Folienbandes sind aufwendig. 
Auch der technische Aufwand ist ungerechtf ertig t hoch. 

Ziel der Erfindung 

Der nutzliche Effekt der erf inderischen Losung besteht darin, 
die Arbeitsproduktivitat zu erhohen, die Qualitat der Klebe- 
verbindung sowie die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

Darlegung des Wesens der Erfindung 

Die Ursachen der technischen Mangel zur definierten, festen 
und unverruckbaren Positionierung der Chips liegen in der 
blsherigen Klebetechnologie begrundet* 

Ziel und Aufgabe der Erfindung ist es, die Qualitat der Kle- 
bung zu verbessern, die Arbeitsproduktivitat zu erhohen, Ma- 
terial und Energie einzusparen sowie die im KlebeprozeB ent- 



stehenden geruchsbelastigenden bzw. gesundheitsgef ahrdenden 
Verbindungen zu vermeiden. 

Urn ein Verrutschen der zu klebenden Teile auszuschlieBen 
und auch den technischen Aufwand zum exakten Arretieren 
moglichat klein zu halten. besteht die technische Aufgabe 
darin, flussige oder pastenf ormige Kleber zu verraeiden. 
Auch die Benutzung von Polyesterschmelzklebefolie, die er- 
warmt auf den Tragerkorper aufgedruckt vvird, (DD-'.VP 158076) 
1st mit Nachteilen verbunden. So muB die Polyesterschmelz- 
klebefolie extra angefertigt werden. Hinzu kommt die Folien- 
halterung sowie der Transport des Folienbandes . 
Nichthaf tende Klebestof f reste, die nach dem Aufbringen der 
Klebefolie auf dera Tragerkorper entfernt werden, Ziehen 
Klebstof f-Faden, die den Tragerkorper verunreinigen und . 
die Funktion des Chips durch Bruckenbildung zerstoren konnen. 
Der gesarate Tragerkorper und das Bondwerkzeug miissen erwarmt 
bzvy. aufgeheizt v/erden. Desweiteren werden zum Klebefolien- 
und Chipaufdruck mehrere Stempel benotigt. 
Das wesentliche der Erfindung besteht darin. einen mehr- 
fachen Tragerstreif en so mit Schmelzklebestof f zu umspritzen, 
daB ein geometrisch definierter Schutzrahmen auf jeden ein- 
zelnen Tragerkorper entsteht, der Klebefilm auf dem Chiptra- 
ger gleichzeitig aufgebracht und in einem zweiten Schritt 
durch fokussierte Lichtstrahlung eine lokal exakt. def inierte 
Stelle so verflussigt wird, daB mittels Vacuurasonotrode das 
Chip auf den Klebefilm des Tragerkorpers gedruckt und unver- 
ruckbar positioniert werden kann. 

Ausf uh rungsbeispiel 

Die erfinderische Ldsung soli nachstehend an einem Ausfuh- 
rungsbeispiel naher erlautert werden. 

In Abb. 1 ist ein ausgestanzter Tragerst reif en aus Neusilber, 
der beispielsweise zwei Tragerkerper aufnimmt, dargestellt. 
Abb. 2 stellt den mit Schmelzklebestof f umspritzten Trager- 
streifen dar. 

In Abb. 3 sind piezoelektrische Chips auf dem Klebefilm der 
Tragerkorper dargestellt. 
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Abb* 4 stellt eine Schnittdarstellung A- A dar. 
« Ein gemaB Abb* 1 vorbereiteter Tragerst reif en 1. bspw« be- 
stehend aus zv/ei Tragerkorpern 2 mit Chiptragern 3 und Kon- 
taktanschlussen 4 wird in ein Spritzwerkzeug eingelegt und 
zeichnungsgemaS umgespritzt. Der Schrnelzklebestof f , ein 
Ethylen-Vinylazetat-Kopolymerisat wird 160 bis 200°C envarmt 
und in die Spritzforra gepreSt. Somit entsteht der geometrisch 
definierte Schutzrahmen 5. In diesem wird gleichzeitig der 
Klebefilm 6 auf dem Chiptrager 3 aufgebracht und in einem 
folgenden Schritt durch lokal partiell definierte Tempera- 
turelnwirkung, welche oberhalb der Schmelztemperatur liegt, 
verflussigt . 

Mit einer Vacuumsonotrode wird das Chip auf den Klebefilm 
des Tragerkorpers gedruckt. Die Tragerkorper vverden nach Fer- 
tigstellung des Bauelements an der Trennstelle 7 ausgestanzt. 
Die spezielle Moglichkeit ih rer Anwendung bezieht sich auf 
elektronische Bauelemente, die den piezoelekt rischen Effekt 
ausnutzen. Die spezifischen Vorteile des Verfahrens bestehen 
darin, daB die Klebeverbindung reproduzierbar und wieder 16s- 
bar ist. Chip und Tragerkorper ohne Zerstorung oder Bescha- 
digung wiedergewonnen werden konnen, die Klebequalitat erhoht 
und okonoraisch den bekannten Losungen uberlegen ist« Die nach 
dem Verfahren hergestell ten Tragerst reif en sind unbegrenzt 
lagerbar, konnen aber auch sofort weit erverarbeitet werden. 



Erf indungsanspruch 
» 

1. Schmelzklebeverfahren fur piezoelektrische Chips, bei 
denen unter Warmeeinwirkung mit einem Schmelzklebestof f , 
diese auf einem Tragerkorper befestigt warden, dadurch 
gekennzeichnet, da6 in einem ersten Schritt ein raehrfa- 
cher Tragerstrelfen mit einem Schmelzklebestof f umspritzt 
wird. wodurch ein geometrisch definierter Schutzrahmen 
auf jeden einzelnen Tragerkorper entsteht und die Kontakt 
anschlusse des Tragerkorpers in diesem Schutzrahmen in 
definiertem Abstand zu einander fixiert werden. der Klebe 
film auf dem Chiptrager gleichzeitig aufgebracht und in 
einem zweiten Schritt durch lokal partiell definierte 
Temperatureinwirkung, welche oberhalb der Schmelztempe- 
ratur des Schmelzklebestof fes liegt, verflussigt wird, 

so daB mittels einer Vacuumsonotrode das Chip mit defi- 
nierter Kraft auf den Klebefilm des Tragerkorpers ge- 
druckt wird. 

2. Schmelzklebeverfahren nach Punkt 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Tragerstreif en aus Neusilber besteht. 

3. Schmelzklebeverfahren nach Punkt 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Schmelzklebestof f der Rohstof f grundlage 
Ethylen-Uinylazetat-Kopolymerisat verwendet wird. 

4. Schmelzklebeverfahren nach Punkt 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Erwarmung des Klebefilms mittels fokussier- 
ter Lichtstrahlung erfolgt. 
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Schnitt A -A 




